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GALV. NI/
FEINGOLD 
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Beschreibung Reduktiv Nickel/
Immersion Gold

Reduktiv Nickel/
Reduktiv

Palladium/
Immersion Gold

Reduktiv
Palladium/

Teilreduktives
Gold

Steck-
kontakte

Hot Air
Leveling

(Heißlufterzi
nnung)

Hot Air
Leveling

(Heißlufterzin
nung)

Layer und
Schichtdicke

Ni: 4-7µm
Au: 0,05-0,1µm

Ni: 4-7µm
Pd: 0,1-0,3µm

Au: 0,03-0,3µm

Pd: 0,1-0,3µm
Au: 0,1-0,3µm

Ni: >4µm
Au: 0,8-3µm

Ni: >4µm
Au: 0,2-10µm

Sn: 1µm
SnCuNi-Leg

1-50µm
SnPb-Leg

1-50µm
Ag: 0,2µm

Löten

Bonden AI-Draht

Bonden Au-Draht

Hochfrequenz

Lagerfähigkeit
>12

MONATE
>12

MONATE
>12

MONATE
>12

MONATE
>12

MONATE
6

MONATE
>12

MONATE
>12

MONATE
6

MONATE

Einpresstechnik

Korrosions-
beständigkeit

Preis

RoHS

-mit Einschränkung-uneingeschränkt -gut durchführbar -stark limitiert -ungeeignet

EIGNUNGSMATRIX UNSERER OBERFLÄCHEN


